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摘要(译)

本发明公开了一种微电极阵列封装，包括微电极阵列，所述微电极阵列
包括：包括液晶聚合物的基板部分;电极部分收集和传递生物信号;绝缘和
保护电极部分并包括液晶聚合物的盖部分，其中电极部分设置成与基板
部分的一个表面接触，盖部分粘合成与基板部分的表面接触，在基板部
分的表面上设置电极部分，并且在基板部分和粘附于其上的盖部分之间
形成独立于外部环境的空间。本发明还公开了一种制造微电极阵列封装
的方法，包括：在包括液晶聚合物的基板部分和包括液晶聚合物的盖部
分中形成对准孔;在盖部分中形成用于电极部分暴露的部位窗孔;在基板部
分的一个表面上形成电极部分;通过对准孔对准基板部分和盖部分，并将
基板部分和盖部分彼此粘合;切割基板部分和粘附于其上的盖部分以提供
外形。
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